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Elektronisches Bauteil mit aufeinander gestapelten elektronischen Bauelennenten und Verfahren zur 
Herstellung derselben 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) mIt 
aufeinander gestapelten elektronischen Bauelennenten 
(2), die AufSenkontakte (4) aufwelsen, wobei die AufSen- 
kontakte (4) mit Kontktanschlussflachen (6) einer auf ei- 
nem isoiationskorper (7) angeordneten Leiterplatten- 
schicht (8) verbunden sind. Dieser Isoiationskorper (7) er- 
streckt sich uber darunter liegende Seltenrander (9) eines 
weiteren elektronischen Bauelementes (2) und seine Lei- 
terbahnschicht (8) ist mit ihren AulSenkontaktflachen (18) 
mit einer weiteren Leiterplattenschicht (8) des Stapels 
elektrisch verbunden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil 
mit aufeinander gestapelten elektronischen Bauelementen 
und ein Verfahren zu seiner Herstellung gemaB der Gattung 5 
der unabhangigen Anspriiche. 

[0002] Fiir das Stapein von elektronischen Bauelementen 

mit Halbleiterchips in FBGA-Gehausen (Fine Pitch Ball 
Grid Array-Gehausen) zu elektronischen Bauteilen besteht 
keine verfugbare befriedigende Losung, da den bekannten 10 
Stapeltechniken keine BGA-Gehause zugrunde iiegen. 
Hinzu kommt die Erschwemis durch das geringe RastermaB 
der AuBenkontakte und die flachige AuBenkontaktvertei- 
lung dieser FBGA-Gehauseart. 

[0003] Die WO 00/673 14 Al offenbart ein elektronisches 15 
Bauteil mit aufeinander gestapelten elektronischen Bauele- 
menten, wobei zwischen benachbarten elektronischen Bau- 
elementen eine leitende Epoxydschicht angeordnet ist. Hin- 
sichtlich weiteren einschlagigen Standes der Technik wird 
auf US 6,137,164 A, US 6,080,93 1 A, DE 198 45 316 A, 20 
US 5,394,303 A und US 6,028,365 A verwiesen. 
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, ein elektronisches 
Bauteil mit gestapelten Bauelementen mit FBGA-Gehausen 
und ein Verfahren zu dessen Herstellung anzugeben. Das 
Bauteil soil preiswert und einfach herstellbar sein. Femer 25 
soUen die einzelnen gestapelten Bauelemente jederzeit aus- 
tauschbar sein. 

[0005] Diese Aufgabe wird mit den unabhangigen An- 
spriichen gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung 
ergeben sich aus den abhangigen Anspriichen. 30 
[0006] ErfindungsgemaR weist das elektronische Bauteil 
gestapelte elektronische Bauelemente auf, die jeweils einen 
Umverdrahtungskorper mit darauf verteilten AuBenkontak- 
ten aufweisen. Die AuBenkontakte des obersten Bauelemen- 
tes sind mit Kontaktanschlussflachen einer auf einem Isola- 35 
tionskorpcr angcordnctcn strukturicrtcn Lcitcrbahnschicht 
verbunden. Die Leiterbahnschicht erstreckt sich iiber die 
darunterliegenden Seitenrander des obersten Bauelements 
Oder eines weiteren elektronischen Bauelements und ist mit 
einer nachfolgenden Leiterbahnschicht des Stapels auf- 40 
trennbar verbunden. Die Leiterbahnschicht und die Isolati- 
onsplatte bilden gemeinsam eine flexible Leiterplatte, die 
beim Umbiegen der Randbereiche flexibel ist und anschlie- 
Bend zu einer stabilen Leiterplatte mit abgebogenen Rand- 
bereichen thennisch aushartbar ist. 45 
[0007] Diese Ausfiihrungsform hat den Vorteil, dass jedes 
Bauelement fiir sich ein einzelnes auf dem Isolationskorper 
mit Leiterbahnschicht aufgebrachtes Bauelement darsteUt, 
das jederzeit mit den Leiterbahnschichten gleichartiger Bau- 
elemente verbunden werden kann. Somit ist die Anzahl der 50 
Bauelemente in einem elektronischen Bauteil mit gestapel- 
ten Bauelementen nicht begrenzt. Gleichzeitig kann durch 
Umbiegen des Randbereichs des Isolationskorpers mit 
strukturierter Leiterbahnschicht, um diese an den Seitenran- 
dcm cincs Bauclcmcntcs vorbcizufiihrcn, cine hohc Elasti- 55 
zitat und Nachgiebigkeit erreicht werden, was das Stapein 
der elektronischen Bauelemente wesentlich erleichtert. Das 
gestapelte FBGA-Gehause selbst kann dariiber hinaus mit 
dem Standard-FBGA-Gehause fiir ungestapelte Anwendun- 
gen identisch sein. Eine derartige Leiterplatte aus zunachst 60 
flexiblem Material, das anschliessend thermisch aushartet, 
hat den Vorteil, dass das Bauteil aus gestapelten Bauelemen- 
ten nach dem Ausharten eine stabile Konstruktion bildet, die 
keiner weiteren Stiitzung zur Formstabilitat bedarf. 
[0008] In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung 65 
ist die Leiterbahnschicht auf einem flexiblen Kunststofftra- 
ger als Isolationskorper angeordnet. Ein der ar tiger flexibler 
Kunststofftrager hat den Vorteil, dass er sich ohne Belastung 
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der einzelnen gestapelten Bauelemente relativ spannungs- 
frei in seinen Randbereichen umbiegen lasst, so dass sich 
die Leiterbahn der Leiterbahnschicht iiber darunterliegende 
Seitenrander elektronischer Bauteile erstrecken kann, um 
mit dem nachsten Bauelement, das wiederum auf einem der- 
artigen flexiblen Kunststofftrager angeordnet ist, in Kontakt 
zu treten. 

[0009] Eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung sieht 
vor, dass der Isolationskorper eine selbsttragende flexible 
Isolationsfolie ist. Derartige flexible Folien lassen sich ahn- 
lich wie ein flexibler Kunststofllrager ohne groBe Verspan- 
nungen in dem elektronischen Bauelement so injizieren und 
um die Seitenrander eines Bauelementes herumbiegen, dass 
eine Kontaktgabe der Leiterbahnschicht zu den nachfolgen- 
den Leiterbahnschichten des Stapels mit entsprechenden 
weiteren elektronischen Bauelementen moglich wird. Sollte 
ein elektronisches Bauelement defekt werden, kann die fle- 
xible Isolationsfolie mit ihrer Leiterbahnbeschichtung von 
dem nachsten Bauelement bzw. der nachsten Isolationsfolie 
ohne groBen technischen Aufwand getrennt werden und ein 
Ersatzbauelement mit vorgeformter Leiterbahnschicht ein- 
gefiigt werden. Dazu wird die Leiterbahnschicht auf der fle- 
xiblen Isolationsfolie um die Seitenrander eines darunter an- 
geordneten Bauelements herum gebogen. Dadurch stehen 
im umgebogenen Randbereich der Leiterbahnschiciit ange- 
ordnete AuBenkontaktflachen nach dem Umbiegen auf der 
Unterseite zur Verfiigung, die unmittelbar auf die Oberseite 
der nachfolgenden Leiterbahnschicht aufgebracht werden 
konnen. 

[0010] Wahrend der Isolationskorper vorzugsweise eine 
Isolationsfolie ist, kann der Umverdrahtungskorper auf der 
aktiven Oberseite eines Halbleiterchips eines elektronischen 
Bauelements aus einer Umverdrahtungsschicht, einer Um- 
verdrahtungs folic oder einer Umverdrahtungsplatte gebildet 
sein. 

[0011] In cincr weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung 
weist der Umverdrahtungskorper in seinem Zentrum einen 
Bondkanal auf, der Kontaktflachen der aktiven Oberseite 
des Halbleiterchips umfasst. Von den Kontaktflachen des 
Halbleiterchips sind Bondverbindungen zu entsprechenden 
Kontaktanschlussflachen in der Umverdrahtungsebene des 
Umverdrahtungskorpers gelegt. Von dort aus fiihren Umver- 
drahtungsleitungen zu den einzelnen AuBenkontaktflachen 
des Umverdrahtungskorpers, welche die AuBenkontakte tra- 
gen. Diese AuBenkontakte sind flachig auf der Umverdrah- 
tungsebene des Umverdrahtungskorpers verteilt und korre- 
spondieren mit entsprechenden Kontaktanschlussflachen 
auf der L,eiterbahnschicht des Isolationskopers. 
[0012] Die Leiterbahnschichten jedes elektronischen B au- 
elementes weisen ihrerseits in ihren Randbereichen AuBen- 
kontaktflachen auf, die mit Kontaktanschlussflachen einer 
weiteren Leiterbahnschicht stapelweise verbindbar sind. 
Diese AuBenkontaktflachen stellen die Verbindung zu dem 
nachsten elektronischen Bauelement des Stapels aus elek- 
tronischen Bauelementen her und sind auf den umgeboge- 
nen Randbereichen der Leiterbahnschicht angeordnet. Da- 
bei kommt die obere oder auBere Leiterbahnschicht mit ih- 
ren AuBenkontakten nach dem Umbiegen auf die Unterseite 
und kann mit einem darunter angeordneten Bauelement iiber 
dessen Leiterbahnschicht verbunden werden. 
[0013] In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung 
wird die Packungsdichte des Stapels dadurch erhoht, dass 
Isolationskorper mit doppelseitiger Beschichtung aus struk- 
turierten Leiterbahnschichten eingesetzt werden, wie dop- 
pelseitig kupferkaschierte flexible Leiterplatten. Dabei liegt 
die untere Leiterbahnschicht des doppelseitig bestiickten 
Isolationskorpers nach dem Umbiegen der Randbereiche auf 
der Oberseite des Isolationskorpers und ist fiber zusatzliche 



DE 101 38 

3 

Durchkontakte im umgebogenen Randbereich mit der nach- 
sten Leiterbahnschicht eines der nachsten elektronischen 
Bauelemente verbunden. 

[00141 In einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die AuBenkontaktflachen auf den umge- 5 
bogenen Randbereichen der Leiterbahnschichten Kontakt- 
hocker oder Lotballe aufweisen. Diese auf der Leiterbahn- 

beschichtung im Bereich des umgebogenen Randes des Iso- 
lationskorpers aufgebrachten Lotballe oder Kontakthocker 
konnen mit den entsprechenden Kontaktanschlussflachen 10 
der darunteriiegenden Leiterbahnschicht des nachsten elek- 
tronischen Bauelements verbunden werden. Dabei liegen 
sowohl die Lotballe als auch Kontakthocker der Leiterbahn- 
schichten in der gleichen Ebene wie die Lotballe oder Kon- 
takthocker des nachfolgenden elektronischen Bauelements. 15 
[0015] Die AuRenkontaktflachen auf den umgebogenen 
Randbereichen konnen in einer weiteren Ausfuhrungsform 
der Erfindung lotbare Beschichtungen aufweisen und dann 
unmittelbar mit Kontaktanschlussflachen einer darunteriie- 
genden Leiterbahnschicht verbunden werden. Diese Aus- 20 
fiihmngsform der Erfindung hat, verglichen mit elektrischen 
und mechanischen Verbindungen iiber Lotballe oder Lot- 
kontakte, den Vorteil, dass eine geringe Beschichtungshohe 
ausreicht, um die elastischen Verbindungen des Stapels her- 
zustellen. Eine derartige lotbare Beschichtung kann in einer 25 
weiteren Ausfuhrungsfonn der Erfindung eine Silberlotbe- 
schichtung auf den AuBenkontaktflachen in dem umgeboge- 
nen Randbereich der Leiterbahnschicht aufweisen. Derar- 
tige Silberlotbeschichtungen haben den Vorteil eines auBerst 
niedrigen elektrischen Widerstandes und bilden an der At- 30 
mosphare lediglich Silbersulfit, das seinerseits elektrisch 
leitend ist. 

[0016] Bei einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist es vorgesehen, dass der Isolationskorper lediglich eine 
Isolationsschicht ist, die unmittelbar auf die Kunststoft^- 35 
prcssmassc eines FBGA-Gchauscs als Isolationskorper auf- 
gebracht wird. Bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung 
ist die Isolationsschicht einerseits auf der Oberseite der 
Kunststoffpressmasse und zusatzlich auf den Seitenrandern 
der Kunststof^ressmasse angeordnet und gleicht Uneben- 40 
heiten der Kunststoffpressmasse aus, so dass eine formange- 
passte Leiterbahnschicht auf diesem Isolationskorper aus ei- 
ner Isolationsschicht aufgebracht werden kann. Eine derar- 
tige Ausfuhrungsfonn der Erfindung hat den Vorteil, dass 
sie auBerst kompakt ausfuhrbar ist und nur geringfiigig die 45 
AuBenmaBe eines elektronischen Bauelements zur Auf- 
nahme der Isolationsbeschichtung und der Leiterbahn- 
schicht vergroBert. 

[0017] Die Anordnung der Leiterbahnschicht kann auch 
unmittelbar auf den isolierenden AuRenflachen einer Kunst- 50 

stoffpressmasse eines Gehauses eines elektronischen Bau- 
elements vorgenommen sein. In diesem Fall unterscheidet 
sich das Gehause von den Standard-FBGA-Gehausen da- 
durch, dass eine strukturierte Metallkaschierung auf der 
Oberseite der Kunststoffpressmasse sichtbar ist. Diese Me- 55 
tallkaschierung kann mit einem Lotstoplack uberall dort 
versehen sein, wo keine Kontaktanschlussflachen oder Au- 
Benkontaktflachen freizuhalten sind. 

[0018] Die Leiterbahnschicht wird bei einer weiteren Aus- 
fuhrungsform der Erfindung nicht nur liber die Randseiten 60 
der Kunststoffpressmasse gelegt, sondem auch uber die 
Randseiten des Umverdrahtungskorpers, so dass die Umver- 
drahtungsebene des Umverckahtungskorpers unmittelbar 
mit der Leiterbahnschicht verbunden werden kann. 
[0019] Eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung sieht 65 
vor, dass der Umverdrahtungskorper in seinem Randbereich 
Durchkontakte aufweist, mit der die AuBenkonLaktfliichen 
der Leiterbahnschicht auf der Kunststoffpressmasse und den 
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Randseiten des Gehauses in Verbindung stehen, so dass fiber 
diese Durchkontakte die elektrische Verbindung auf die 
Umverdrahtungsebene des Umverdrahtungskorpers gelegt 
werden kann. Bei dieser Ausfuhrungsform der Erfindung 
kann in vorteilhafter Weise ein entsprechend prapariertes 
Bauelement auf ein anderes gestapelt werden, wobei die 
Stapelfolge unbegrenzt ist. AuBerdem konnen die stapelba- 
ren Bauelemente jederzeit als Einzelbauelemente verwendet 
werden. In dem Randbereich des Umverdrahtungskorpers 
sind fur das Stapeln zusatzliche AuBenkontakte vorgesehen, 
die mit den Durchkontakten im Randbereich des Umver- 
drahtungskorpers korrespondieren. Somit ist eine Durch- 
schaltung von Signalstromen und Versorgungsleistungen 
von dem untersten bis zu dem obersten der gestapelten elek- 
tronischen Bauelemente moglich. 

[0020] Je nach Aufhau der erfindungsgemaR gestapelten 
elektronischen Bauelemente werden AuBenkontakte der 
elektronischen Bauelemente und Kontakthocker fur die Lei- 
terbahnen in einem gemeinsamen Schritt oder in einem ge- 
trennten Schritt angebracht. Auch die Montage der elektro- 
nischen Bauelemente kann vor oder nach dem Umbiegen 
der Randbereiche der Leiterbahnschicht auf einem Isolati- 
onstrager vorgenommen werden. Dieses gilt jedoch nicht fiir 
eine Ausfuhrungsform, bei der die Leiterbahn unmittelbar 
auf der Kunststoffpressmasse eines Gehauses eines elektro- 
nischen Bauelements angebracht wird. In diesem Fall muss 
das elektronische Bauelement bereits vorhanden sein, damit 
es mit einer entsprechenden Leiterbahnschicht auf der Au- 
Benseite des Gehauses ausgestattet werden kann. Somit sind 
unterschiedliche Verfahrensvarianten zur Hersteliung des 
erfindungsgemaBen elektronischen Bauteils mit aufeinander 
gestapelten elektronischen Bauelementen moglich. 
[0021] Eines dieser Verfahren zur Hersteliung eines elek- 
tronischen Bauteils mit aufeinander gestapelten elektroni- 
schen Bauelementen, die jeweils einen Umverdrahtungskor- 
per mit darauf vertciltcn AuBcnkontaktcn aufweisen, um- 
fasst folgende Verfahrensschritte: 

- Herstellen eines flexiblen Isolationskorpers mit einer 
Leiterbahnschicht, wobei die Leiterbahnschicht Kon- 
taktanschlussflachen aufweist, deren Position mit den 

AuBenkontakten eines Bauelements korrespondieren 
und wobei der Isolationskorper AuBenkontaktflachen 
aufweist, die in den Randbereichen des Isolationskor- 
pers angeordnet sind, 

- Abtrennen von auBenkontaktfreien Eck- und/oder 
Randbereichen des Isolationskorpers, 

- Abbiegen der verbliebenen Randbereiche des flexi- 
blen Isolationskorpers, so dass die AuBenkontaktfla- 
chen auf der Unterseite des abgebogenen flexiblen Iso- 
lationskorpers angeordnet sind, 

- Ausharten des Isolationskorpers, 

Aufbringen eines elektronischen Bauelementes mit 
seinen AuBenkontakten auf die Kontaktanschlussfla- 
chen der Leiterbahnschicht, 

- Stapeln der Isolationskorper mit elektronischen Bau- 
elementen und AuBenkontakten aufeinander zu einem 
elektronischen Bauteil mit gestapelten Bauelementen. 

[0022] Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass fiir jedes 
elektronische Bauelement zunachst ein Isolationskorper mit 
umgebogenen Randbereichen vorgesehen ist, der eine Lei- 
terbahnschicht tragi und darauf befindliche Kontaktan- 
schlussflachen aufweist, auf die ein elektronisches Bauele- 
ment mit seinen AuBenkontakten positioniert oder aufgelo- 
tet werden kann. Selbst nach Aufloten des elektronischen 
Bauelements kann dieses Bauelement mit dem Isolations- 
korper auch fiir andere Anwendungen als Einzelbauelement 
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eingesetzt werden. Der Vorteil ist, dass nun Signalstrome 
und elektrische Versorgungsleistungen liber groBflachige 
AuBenkontaktflachen der Leiterbahnschicht erfolgen kon- 
nen, so dass eine Hauptaufgabe, namlich aus den flachig an- 
geordneten AuBenkontakten des elektronischen Bauele- 5 
merits eines FBGA-Gehauses in eine Kontaktanordnung 
umzustrukturieren, die nur noch im Randbereich AuBenkon- 
takte aufweist, erfiillt ist. 

[0023] Ein weiteres Verfahren zur Herstellung eines elek- 
tronischen Bauteils mit aufeinander gestapelten elektroni- 10 
schen Bauelementen, die jeweils einen Umverdrahtungskor- 
per mit darauf verteilten AuBenkontaktflachen aufweisen, 
umfasst folgende Verfahrensschritte: 

- Verpacken eines ersten zu stapelnden elektronischen 15 
Bauelements in einer Xunststoffpressmasse, 

- Aufbringen einer strukturierten Leiterbahnschicht 
auf der Oberseite der Kunststoffpressmasse und den 
Randseiten der Kunststoffpressmasse sowie auf den 
Randseiten des Umverdrahtungskorpers, wobei die 20 
Leiterbahnschicht auf der Oberseite der Kunststoff- 
pressmasse Kontaktflachen aufsveist und wobei die 
Leiterbahnen der Leiterbahnschicht auf den Randseiten 
des Umverdrahtungskorpers mit den Umverdrahtungs- 
leitungen auf der Umverdrahtungsebene des Umver- 25 
drahtungskorpers verbunden werden, 

- Aufbringen von AuBenkontakten auf die AuBenkon- 
taktflachen des Umverdrahtungskorpers, 

- Aufbringen einer Lotstopschicht auf die Oberseite 
der Leiterbahnschicht unter Freiiassung der Kontaktan- 30 
schlussflachen, 

Stapeln von elektronischen Bauelementen durch 
Aufbringen mindestens eines weiteren elektronischen 
Bauelementes mit seinen AuBenkontakten auf die Kon- 
taktanschlussflachen der Leiterbahnschicht auf der 35 
Oberseite der Kunststoffpressmasse des ersten elektro- 
nischen Bauelementes zu einem elektronischen Bau- 
teil. 

[0024] Bei diesem I lerstellungs verfahren wird davon aus- 40 
gegangen, dass das elektronische Bauelement bereits in ei- 
nem FBGA-Gehause vorliegt und dass nun die Kunststofl*- 
masse, welche die Oberseite und die Randseiten eines Halb- 
leiterchips des elektronischen Bauelements umgibt, den Iso- 
lationskorper darstellt. Auf einen derartigen Isolationskor- 45 
per kann unmittelbar die Leiterbahnschicht aufgebracht 
werden, welche auf der Oberseite der Kunststoffpressmasse 
Kontaktanschlussflachen zur Aufnahme eines auf dieses 
Bauelement zu stapelnden weiteren Bauelements vorsieht. 
Die Randseiten des elektronischen Bauelements bzw. des 50 
Gehauses aus Kunststoflfpressmasse werden ebenfalls mit 
der Leiterbahnschicht versehen, so dass die Leiterbahnen bis 
zu der Umverdrahtungsebene des Umverdrahtungskorpers 
des elektronischen Bauelements durch verbunden werden 
konnen. 55 
[0025] Aufgrund des kritischen Ubergangsbereichs von 
den auf den Randbereichen befindlichen Leiterbahnen auf 
die Umverdrahtungsleitung des Umverdrahtungskorpers ist 
es bei einem weiteren Verfahren vorgesehen, zunachst in 
den Umverdrahtungskorper im Randbereich Durchkontakte 60 
einzubringen, die dann mit den auf den Randseiten der 
Kunststoffmasse angebrachten Leitungen kontaktiert wer- 
den konnen. 

[0026] Somit sieht ein Verfahren zur Herstellung eines 
elektronischen Bauteils mit aufeinander gestapelten elektro- 65 
nischen Bauelementen, die jeweils einen Umverdrahtungs- 
korper mil darauf verteilten AuBenkontaktflachen aufwei- 
sen, folgende Verfahrensschritte vor: 



- Anbringen von Durchkontakten im Randbereich des 
Umverdrahtungskorpers, die mit Umverdrahtungslei- 
tungen auf dem Umverdrahtungskorper verbunden 
werden, 

- Verpacken eines ersten zu stapelnden elektronischen 
Bauelementes in einer Kunststoffpressmasse unter 
Freiiassung der Durchkontakte im Randbereich des 

Umverdrahtungskorpers, 

Autl?ringen einer strukturierten Leiterbahnschicht 
auf der Oberseite der Kunststoffpressmasse und auf 
den Randseiten der Kunststoffpressmasse, wobei die 
Ixiterbahnschicht auf der Oberseite der Kunststoff- 
pressmasse Kontaktanschlussflachen aufweist und wo- 
bei die leiterbahnen der leiterbahnschicht auf den 
Randseiten der Kunststoffpressmasse mit den Durch- 
kontakten im Randbereich des Umverdrahtungskorpers 
verbunden werden, 

- Aufbringen von AuBenkontakten auf die AuBenkon- 
taktflachen des Umverdrahtungskorpers, 

- Aufbringen einer Lotstopschicht auf die Oberseite 
der Leiterbahnschicht unter Freiiassung der Kontaktan- 
schlussflachen, 

- Stapeln von elektronischen Bauelementen durch 

Aufbringen wenigstens eines weiteren elektronischen 
Bauelements mit seinen AuBenkontakten auf der Kon- 
taktanschlussflache der Leiterbahnschicht auf der 
Oberseite der Kunststoffpressmasse des ersten elektro- 
nischen Bauelements zu einem elektronischen Bauteil. 

[0027] Mit den obigen drei Verfahrensvarianten ist der 
Vorteil verbunden, dass einerseits jedes elektronische Bau- 
element einzeln verwendet werden kann und dariiber hinaus 

dieses elektronische Bauelement ohne Begrenzung der Zahl 
der Bauelemente zu einem neuen elektronischen Bauteil mit 
gestapelten Bauelementen aufeinander gestapelt werden 
kann. Das Vcrbindcn der cinzclncn Bauelemente zu cincm 
elektronischen Bauteil mit gestapelten Bauelementen kann 
mittels Leitkleber auf den AuBenkontaktflachen der Leiter- 
bahnschichten erfolgen. Dazu wird ein leitkleber aufge- 
bracht, der mit einem elektrisch leitenden Fuller versehen ist 
und unter Warmebehandlung in die AuBenkontaktflachen 
der Leiterbahnschichten einbrennt. 

[0028] Eine w^eitere Verbindungstechnik fiir die zu sta- 
pelnden Bauelemente bietet die Lottechnik, indem auf den 
AuBenkontaktflachen lotbare Beschichtungen aufgebracht 
werden und in einem entsprechenden Lotprozess diese lot- 
baren Beschichtungen miteinander verbunden werden. Fer- 
ner sieht eine weitere Ausfuhrungsfonii der Erfindung vor, 
dass die zu stapelnden Bauelemente mittels Verloten von 
Lotballen oder TvOthockem auf Kontaktanschlussflachen der 
Leiterbahnschicht mindestens eines weiteren Bauelements 
zu einem elektronischen Bauteil mit gestapelten Bauele- 
menten verbunden werden. 

[0029] Zusammenfassend erfordert das Stapeln von Halb- 
Icitcrchips in FBGA-Gehauscn ein Verfahren zum vertika- 
len Aufbau von elektronischen Bauelementen dieser Gehau- 
seform mit mechanischer und elektrischer Verbindung. 
Diese dient derErhohung derlntegrationsdichte auf gegebe- 
nen Leiterplattenflachen, wobei Einzelbauelemente fiir das 
Stapeln bereitgestellt werden. Spezielle Anwendungsge- 
biete dieser Erfindung sind DRAM-Speicher. Zur Zeit wer- 
den derartige Speicherchips vorwiegend in TSOP-Gehausen 
(Thin small outline packages-Gehausen) gebaut, fiir die ein 
Stapeln der industriell anwendbaren Verfahren mogiich 
sind. Leistungsfahigere Speicherchips mit einer erhohten 
Datenrate und hoherer Speicherkapazitat und damit verbun- 
denen hoheren elektrischen und theniiischen Anforderun- 
gen an das Gehause werden jedoch in FBGA-Gehausen ge- 
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baut, fiir die es noch keine verfiigbare befriedigende Losung 
der Stapeltechniken auf Gehauseebene gibt. 
[0030] Fur ein Stapeln der Chips innerhalb eines Gehau- 
ses miissten unterschiedliche ChipgroBen hergestellt wer- 
den, was eine Abweichung von den Standarddesigns, bei- 5 
spielsweise der DRAM-Chips, bedeuten wurde. Andere 
Moglichkeiten bestehen darin, das FBGA-Substrat bzw. den 
Umverdrahtungskorper zu vergroBern, um die fiir das Sta- 
peln erforderlichen Anschliisse im Randbereich anzuord- 
nen. Daraus resultiert jedoch ein erhohter FBGA-Substrat- 10 
verbrauch, was relativ kostenintensiv ist. Andererseits wird 
auch der Platzbedarf auf der Leiterplatte durch die zusatz- 
lich am Rand des Substrats vorzusehenden AuBenkontakte 
vergroBert. 

[0031] Die vorliegende Erfindung lasst sich in vielen Mo- 15 
difikationen durchfuhren, von denen einige in den anliegen- 
den Figuren naher erlautert werden. Das FBGA-Gehause 
selbst hat einen minimalen Raumbedarf und kann daniit aus 
dem Einzelgehause fiir ungestapelte Anwendungen iiber- 
nommen werden. Das vorliegende Verfahren bietet die 20 
Moglichkeit, Standard FBGA-Gehause als Grundlage fiir 
das Stapelgehause zu verwenden. AuBerdem beinhaltet die 
vorliegende Erfindung drei Verfahren zum Aufbau und zur 
Herstellung von elektronischen Bauteilen aus gestapelten 
Bauelementen, die einerseits unterschiedliche Bauteilhohen 25 
und andererseits unterschiedliche Zusammenbautechniken 
anwenden. 

[0032] Samtliche elektronische Bauteile, die durch Sta- 
peln elektronischer Bauelemente niit Hilfe der vorliegenden 
Erfindung hergestellt werden, haben den Vorteil, dass eine 30 
intensive Xiihlung moglich ist, indem der Abstand der Au- 
Benkontakte dieser elektronischen Bauelemente genutzt 
werden kann um Kiihlkanale zu realisieren. Eine der Aus- 
fiihrungsfomien der Erfindung sieht vor, dass das FGBA- 
Gehause mittels Lotballen auf eine vorgebogene Leiterplatte 35 
gclotct wird. Dicsc Leiterplatte ist im Grundzustand flcxibcl 
und wird nach der vollstandigen Beschichtung und Struktu- 
rierung der Leiterbahnschicht, der Lotstoplackschicht und 
eventueller aufzubringender Lotballe sowie passiver Bau- 
elemente in Form einer Klammer vorgebogen und durch ein 40 
anschlieBendes Hartungsverfahren in seiner Form fixiert. 
[0033] Der vertikale Aufbau des Stapels erfolgt durch 
Lot- oder Klebeverbindungen zwischen den Klammerenden 
der umgebogenen Leiteiplatten. Ein derartiges elektroni- 
sches Bauteil mit gestapelten Bauelementen auf umgeboge- 45 
nen Leiterplatten kann seinerseits auf einer ModuUeiter- 
platte durch Lot- oder Klebeverbindungen an den unteren 
Klaiimierenden mit entsprechenden Gegenstellen auf der 
Modulleiterplatte bzw. der Leiterplatte einer der nachsten 
Ebenen befestigt werden. 50 
[0034] Wahrend bei einer ersten Variante der Erfindung 
das unterste elektronische Bauelement direkt auf der Modul- 
leiterplatte positioniert und kontaktiert sein kann, kann mit 
einer zweiten Variante die genutzte Modulflache reduziert 
werden, indem die elektronischen Bauelemente mit ihrcn 55 
Kontaktanschliissen an die umgebogenen Leiterplatten ge- 
hangt werden. Neben der Klebeverbindung und der Lotver- 
bindung zwischen einzelnen umgebogenen Leiterplatten 
konnen auch Lotballe zur Verbindung der flexiblen Leiter- 
platten untereinander eingesetzt werden. SchlieBlich bringt 60 
eine zweiseitige Bestiickung der umgebogenen flexiblen 
Leiterplatten eine weitere Erhohung der Integrationsdichte, 
wobei die elektronischen Bauelemente spiegelbildlich auf 
der beidseitig mit einer Leiterbahnschicht beschichteten 
Leiterplatte als Isolationskorper positioniert sind. 65 
[0035] Femer kann eine Leiterbahnschicht unmittelbar 
auf die backside- pro tec lion bzw. RuckseitenschuLzschicht 
eines FBGA-Gehauses aufgebracht werden. Auf die back- 



side-protection werden bei dieser Ausfiihrungsvariante der 
Erfindung zusatzliche Leiterbahnen aufgebracht, was durch 
Sputtem und anschlieBendes Galvanisieren erfolgen kann, 
z. B. noch wahrend die Halbleiterchips auf einem System- 
trager oder Laminatstreifen aufgebracht sind oder erst nach 
dem Vereinzeln der einzelnen Gehause aus Kunststoffpress- 
masse. Dazu kann die Leiterbahnschicht an das FBGA-Sub- 
strat bzw. den Umverdrahtungskorper seitlich angegossen 
werden oder durch zusatzliche Durchkontakte oder Vias 
durch den Rand des Umverdrahtungskoipers realisiert wer- 
den. Von einer Umverdrahtungsfolie als Umverdrahtungs- 
korper bzw. als FBGA-Substrat aus erfolgt dann die mecha- 
nische und die elektrische Kontaktierung zum nachsten 
elektronischen Bauelement bzw. zur nachsten Stapelebene. 
[0036] Somit wird mit dieser Erfindung eine extrem hohe 
vSpeicherdichte erreicht, wobei durch aus die Standard-pak- 
kage-Technologie eingesetzt werden kann. Ein weiterer Vor- 
teil ist, dass die Anzahl der Stapelebenen bzw. die Anzahl 
der aufeinander gestapelten Bauelemente zunachst nicht be- 
grenzt ist. Auch die Verbindungselemente sind Materialien, 
die in der Halbleitertechnologie bekannt sind, wodurch eine 
hohe Zuverlassigkeit der erfindungsgemaBen Stapeltechnik 
erreicht wird. Dabei kann die Stapelung durch Verwendung 
von urspriinglich flexiblen Leiterplatten als Zwischentrager 
fiir gestapelte elektronische Bauelemente in einem FBGA- 
Gehause erfolgen oder es kann die Gehauseriickseite fiir die 
Leiterbahnschicht ausgenutzt werden. 

[0037] In vorteilhafter Weise wird dabei das bekannte 
FBGA-Konzept beibehalten, so dass die bisher existierende 
Speicherdichte beibehalten werden kann und keine erhohten 
oder vergroBerten Umverdrahtungskorper erforderlich wer- 
den. Femer sind die Speicherdichten relativ variabel, da bei 
dem erfindungsgemaBen Konzept eine wahlbare Hohe der 
Stapelelemente moglich ist. Ein weiterer Vorteil der vorlie- 
genden Erfindung ist die Luftstromung zur Kiihlung zwi- 
schen den Gchauscn, die in jedcr der Ausfiihrungsformcn 
moglich ist. SchlieBlich lasst sich eine hohe elektrische Leit- 
fahigkeit der Stapelelemente und der elektronischen Bau- 
teile mit gestapelten Bauelementen durch Verwendung von 
gut leitenden Leiterplattenmateri alien erreichen. Femer bie- 
tet die flexible und umgebogene Leiterplatte einen sicheren 
mechanischen Schutz fiir den gesamten Stapel und schiitzt 
unmittelbar die Verbindung zwischen AuBenkontakten der 
elektronischen Bauelemente und Kontaktanschlussflachen 
auf der Leiterbahnschicht des Isolationskorpers. 
[0038] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfiihmngs- 
formen mit Bezug auf die beigefiigten Figuren naher erlau- 
tert. 

[0039] Fig. 1 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer ersten Ausfiihmngsform der Erfindung, 
[0040] Fig. 2 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung, 
[0041] Fig. 3 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer dritten Ausfuhmngsform der Erfindung, 
[0042] Fig. 4 zeigt einen schematischen Aufbau im Qucr- 
schnitt einer vierten Ausfiihrungsform der Erfindung, 
[0043] Fig. 5 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer fiinften Ausfiihmngsform der Erfindung, 
[0044] Fig. 6 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer sechsten Ausfuhmngsform der Erfindung. 
[0045] Fig. 1 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer ersten Ausfiihrungsform der Erfindung. In Fig. 
1 kennzeichnet die Bezugsziffer 1 ein elektronisches Bauteil 
aus aufeinandergestapeiten elektronischen Bauelementen 1. 
Das Bezugszeichen 3 kennzeichnet einen Umverdrahtungs- 
korper auf der aktiven Oberseite 22 eines Halbleiterchips 
20. Der Umverdrahtungskorper 3 weist einen Bondkanal 23 
auf, in dem Kontaktflachen 21 der aktiven Oberseite 22 des 
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Halbleiterchips 20 angeordnet sind. Von den Kontaktflachen 
21 des Halbleiterchips 20 fiihren Bonddrahte 24 zu der Um- 
verdrahtungsebene des Umverdrahtungskorpers 3. Diese 
Umverdrahtungsebene weist Umverdrahtungsleitungen auf, 
die zu den AuBenkontakten 4 des elektronischen Bauele- 5 
ments 1 gehoren. Die AuBenkontakte 4 ihrerseits stehen bei 
dieser Ausfuhrungsform der Erfindung nach Fig, 1 in Ver- 
bindung mil Kontaktanschlussflachen 6 einer strukturierten 
Leiterbahnschicht 8 auf einem Isolationskorper 7. Dieser 
Isolationskoiper 7 besteht in dieser Ausfiihrungsfomi der 10 
Erfindung aus einem Leiterplattenmaterial, das so flexibel 
ist, dass die Randbereiche 17 der Leiterbahnschicht 8 mit 
dem Isolationskorper 7 umgebogen sein konnen, so dass die 
ursprunglich oben liegende Leiterbahnschicht 8 iiii Randbe- 
reich des Isolationskorpers 7 nun auf der Unterseite zur Ver- 15 
fiigung steht. Tn diesem unigebogenen Randbereich 17 der 
Leiterbahnschicht 8 befinden sich AuBenkontaktflachen 18 
der Leiterbahnschicht 8, so dass mit diesen AuBenkontakt- 
flachen 18 wiederum KontaktanschluBflachen auf der nach- 
sten Leiterbahn kontaktiert werden konnen. 20 
[0046] In der Ausfuhrungsform der Fig, 1 werden auf 
diese Weise drei Bauelemente auf jeweils einer Leiterbahn- 
schicht 8 mit Isolationskorpem 7 aufgebracht, wahrend ein 
viertes elektronisches Bauelement 1 unmittelbar auf einer 
Modulleiterplatte 25 angebracht ist, das mit seinen AuBen- 25 
kontakten 4 direkt auf Kontaktanschlussflachen 6 der Mo- 
dulleiterplatte 25 positioniert ist. Mit Hilfe des flexiblen Iso- 
lationskorpers 7, der eine Isolationsfolie 14, eine Isolations- 
platte oder Isolations schicht sein kann, wird ein stabiler 
Aufbau erreicht, obgieich eine begrenzte Fiexibilitat zum 30 
Umbiegen des Isolationskorpers 7 gegeben sein muss. Diese 
Fiexibilitat kann jedoch durch einen Aushiirteschritt fiir das 
aushartbare bzw. vernetzbare Material des Isolationskorpers 
7 zu einer Fonnstabilitat fiihren, so dass das elektronische 
Bauteil 1 aus gestapelten Bauelementen 1 eine festgefugte 35 
AuBcnkontur aufwcist. 

[0047] Zwischen dem gebogenen Isolationskorper 7 mit 
Leiterbahnschicht 8 als geformte Leiterplatte und dem elek- 
tronischen Bauelement 1 kann eine Kiihlstromung gefuhrt 
werden, um die Bauelemente 1 in dem Stapel zu kiihlen. In 40 
dem Falle werden nur zwei gegenliberliegende Seitenrander 
des Isolationskorpers 7 umgebogen, damit die Stimflachen 
des elektronischen Bauteils 1 fiir den Luftstrom offenb lei- 
ben. Der Bondkanal 23 ist mit einer Kunststoffpressmasse 
26 zum Schutz der Bondverbindung und der Oberseite des 45 
elektronischen Bauelements im Bereich des Bondkanals 23 
verschlossen. Dabei ist die Hohe der Abdeckung des Bond- 
kanals 23 geringer als die Hohe der AuBenkontakte 4, um 
eine sichere Verbindung der AuBenkontakte 4 zu den Kon- 
taktanschliissen der Leiterbahnschicht 8 zu gewahrleisten. 50 
Andererseits kann die Hohe der Kunststoffpressmasse 26 
auf dem Bondkanal 23 eine Limitierung des Einschmelzens 
der LotbaUe beim Aufloten der elektronischen Bauelemente 
1 aufeinander zu einem Stapel sichern. Da jedes einzelne 
Bauelement 1 cincn abgcbogcncn Isolationskorper 7 mit 55 
gleichstrukturierter Leiterbahnschicht aufweist, konnen bei 
Wartungsarbeiten auch einzelne Bauelemente 1 aus einem 
Stapel ohne groBe Umstande ausgewechselt werden. Um si- 
cherzustellen, dass beim Aufloten der AuBenkontakte 4 der 
Bauelemente 1 auf die KontaktanschluBflachen 6 der Leiter- 60 
bahnschicht 8 das Material der AuBenkontakte 4 nur die 
Kontaktanschlussflachen 6 benetzt, wird die Leiterbahn- 
schicht 8 zusatzlich mit einer Lotstoplackschicht abgedeckt, 
die nur die Kontaktanschlussflachen 6 auf der Oberseite der 
Leiterbahnschicht 8 und die AuBenkontaktflachen 18 im 65 
umgebogenen Randbereich der Leiterbahnschicht 8 bzw. 
des Isolationskorpers 7 freilasst. 

[0048] Fig. 2 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
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schnitt einer zweiten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in Fig, 1 werden 
mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra 
erlautert. 

[0049] Die zweite Ausfuhrungsform in Fig. 2 unterschei- 
det sich von der ersten Ausfuhrungsform in Fig, 1 dadurch, 
dass die elektronischen Bauelemente 1 hangend an dem Iso- 
lationskorper 7 mit abgebogenen Randbereichen angeordnet 
sind. Wahrend in Fig. 1 die Leiterbahnschicht 8 auBen auf 
dem Isolationskoiper 7 gefuhrt wird, wird in Fig. 2 die Lei- 
terbahnschicht 8 auf der Innenseite des Isolationskorpers 7 
gefuhrt. Dies hat den Vorteil, dass bei entsprechenden Aus- 
fuhrungsformen die metallische und strukturierte Leiter- 
bahnschicht 8 geschutzt ist. Auch die elektronischen Bau- 
elemente 1 sind voUstandig vom Isolationskorper 7 umge- 
ben und damit geschutzt. Ferner wird keines der elektroni- 
schen Bauelemente 1 mit seinen AuBenkontakten 4 auf der 
Modulleiterplatte 25 angeordnet, so dass der Leiterbahnbe- 
darf auf der Modulleiterplatte 25 reduziert wird. Ein weite- 
rer wesentlicher Unterschied zwischen der ersten Ausfuh- 
rungsform der Fig. 1 und der zweiten Ausfuhrungsform der 
Fig. 2 ist, dass die AuBenkontaktflachen 18 der Leiterbahn- 
schicht 8 auf der Innenseite des Isolationskorpers 7 liegen. 
Durchkontakte 27 in dem abgebogenen Randbereich sorgen 
dafur, dass eine Kontaktierung der Kontaktanschlussflachen 
6 der darunterliegenden Leiterbahnschicht 8 des nachsten 
darunterliegenden elektronischen Bauelements 1 moglich 
ist. 

[0050] Fig. 3 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer dritten Ausfuhrungsform der Erfindung. Kom- 
ponenten mit gleichen Funkfionen wie in den vorhergehen- 
den Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erlautert,. 

[0051] Die dritte Ausfuhrungsform der Erfindung in Fig. 
3 unterscheidet sich von vorhergehenden Ausfiihrungsfor- 
men dadurch, dass die Verbindung der AuBenkontaktflachen 
18 in dem umgebogenen Randbereich der Leiterbahnschicht 
8 zum Verbinden mit den Kontaktanschlussflachen 6 der fol- 
genden Leiterbahnschicht 8 Lotballe oder Kontakthocker 19 
aufweist, die in ihrer GroBe den LotbaUen und Kontakthok- 
kern 19 der AuBenkontakte 4 der elektronischen Bauele- 
mente 1 entsprechen. 

[0052] Diese dritte Ausfuhrungsform der Erfindung hat 
gegeniiber den ersten beiden Ausfiihrungsformen der Erfin- 
dung den Vorteil, dass Lotballe oder Kontakthocker 19 eine 
sehr zuverlassige elektrische und mechanische Verbindung 
zwischen den einzelnen gestapelten elektronischen Bauele- 
menten 1 herstellen konnen. 

[0053] Fig, 4 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer vierten Ausfuhrungsform der Erfindung. Kom- 
ponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehen- 
den Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erlautert. 

[0054] Der wesentliche Unterschied der vierten Ausfuh- 
rungsform gcgcnubcr den vorhergehenden Ausfiihrungsfor- 
men ist darin zu sehen, dass als Isolationskorper 7 eine zwei- 
seitig mit Leiterbahnschichten 8 beschichtete flexible Isola- 
tionsfolie 14 eingesetzt wird. Diese Isolationsfolie 14 hat 
den Vorteil, dass die Packungsdichte wesentlich erhoht wer- 
den kann, in dem der Isolationskorper 7 nun beidseitig be- 
stiickt werden kann. Der Ubergang von einem elektroni- 
schen Bauelementenpaar zu einem zweiten elektronischen 
Bauelementenpaar erfolgt jedoch wieder fiber Durchkon- 
takte 27 im Randbereich 17 der Leiterbahnschicht 8. AuBer- 
dem sind Durchkontakte 27 erforderlich beim Ubergang von 
dem elektronischen Bauteil 1 mit gestapelten Bauelementen 
1 auf eine Modulleiterplatte 25. 

[0055] Fig. 5 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
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schnitt einer fiinften Ausfulmingsfomi der Erfindung. Kom- 
ponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehen- 
den Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn- 
zeichnet und nicht extra erlautert. 

[0056] Die fiinfte Ausfuhrungsform der Erfindung unter- 5 
scheidet sich von den vorhergehenden Ausfuhmngsformen 
dadurch, dass als Isolationskorper 7 eine Kunststoffpress- 
masse 12 zum Schutz der Ruckseite 28 und der Seitenrander 
29 des Halbleiterchips 20 fiir den Aufbau, das Aufbringen 
odcr das Abscheiden einer strukturierten Leiterbahnschicht 10 
8 verwendet wird. Somit wird die Kunststoffpressmasse 26 
eines elektronischen Bauelementes mit dem Halbleiterchip 
fiir die Stapelung der elektronischen Bauelemente 1 vorteil- 
haft eingesetzt. Der Ubergang von der Ruckseite des Gehau- 
ses mit der strukturierten Leiterbahnschicht 8, die auf der 15 
Ruckseite des Gehauses Kontaktanschlussflachen 6 auf- 
weist, welche dem Muster der AuBenkontakte 4 auf dem 
Umverdrahtungskorper 3 entsprechen, wird durch eine 
strukturierte Leiterbahnschicht 8 auf den Seitenrandem der 
Kunststoffpressmasse 12 des Gehauses und auf den Seiten- 20 
randem des Umverdrahtungskorpers 3 erreicht. Damit um- 
huUt die strukturierte Leiterbahnschicht 8 jedes gestapelte 
elektronische Bauelement 1 auf der Ruckseite und auf den 
Seitenrandern 9. Die Stapelung derart mit einer strukturier- 
ten Leiterbahnschicht 8 versehener elektronischer Bauele- 25 
mente 1 wird dadurch eiieichtert, dass die Kontaktan- 
schlussflachen 6 auf der Ruckseite der elektronischen Bau- 
elemente 1 von einer Lotstopschicht umgeben sind, die alle 
Bereiche der Ruckseite abdeckt und nur die Kontaktan- 
schlussflachen 6 freiiasst. 30 
[0057] ErfindungsgemaR gestaltete elektronische Bauele- 
mente 1 konnen somit in beliebiger Anzahl iibereinander ge- 
stapelt werden und sind nicht auf eine festliegende Anzahl 
limitiert. Das elektronische Bauteil 1 kann mit seinem unter- 
sten Bauelement 2 auf eine Modulleiterplatte 25 mit ent- 35 
sprcchcnd angcordnctcn Kontaktanschlussflaclicn 6 aufgc- 
bracht werden. Da durch die AuBenkontakte 4 der einzelnen 
elektronischen Bauelemente 1 ein fester Abstand unter den 
elektronischen Bauelementen 1 eingehalten wird, kann die- 
ser Stapel auch durch einen Querluftstrom wirkungsvoll ge- 40 
kuhlt werden. 

[0058] Fig, 6 zeigt einen schematischen Aufbau im Quer- 
schnitt einer sechsten Ausfuhrungsform der Erfindung. 
Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vorherge- 
henden Figuren w^erden mit gleichen Bezugszeichen ge- 45 
kennzeichnet und nicht extra erlautert. 
[0059] Die sechste Ausfuhrungsform der Erfindung unter- 
scheidet sich von den vorhergehenden Ausfiihrungsfoniien 
dadurch, dass der elektrische Ubergang oder die elektrische 
Verbindung zwischen der strukturierten Leiterbahnschicht 8 50 
auf den Seitenrandem 9 der Kunststoffmasse 12 des Gehau- 
ses zu der Umverdrahtungsebene des Umverdrahtungskor- 
pers 3 der elektronischen Bauelemente 1 dadurch erreicht 
wird, dass nicht die Randseiten des Umverdrahtungskorpers 
3 mctallisicrt werden, sondcrn dass Durchkontakte 15 im 55 
Randbereich des Umverdrahtungskorpers 3 angeordnet wer- 
den, die eine Verbindung zu der Umverdrahtungsebene des 
Umverdrahtungskorpers 3 schaffen. Diese Verbindung iiber 
Durchkontakte im Randbereich des Umverdrahtungskorpers 
3 ist eine sehr zuverlassige Verbindung und vor Beschadi- 60 
gungen von AuBen besser geschiitzt als in der funften Aus- 
fuhrungsform der Erfindung. 

Bezugszeicheniiste 

65 

1 elektronisches Bauteil 

2 elektronisches Bauelement 

3 Umverdrahtungskorper 



4 AuBenkontakt 

5 oberstes Bauelement eines Stapels 

6 KontaktanschluBflachen 

7 Isolationskorper 

8 Leiterbahnschicht 

9 Seitenrander der Bauelemente 

10 Kunststoflftrager 

11 isolierende AuBenflachen eines Gehauses 

12 Kunststoffpressmasse 

13 Gehause 

14 Isolationsfolie 

15 Durchkontakte im Umverdrahtungskorper 

16 Randbereich des Umverdrahtungskorpers 

17 Randbereich der Leiterbahnschicht 

18 AuBenkontaktflache 

19 Lotballe oder Kontakthocker 

20 Halbleiterchips 

21 Kontaktflachen des Halbleiterchips 

22 aktive Oberseite des Halbleiterchips 

23 Bondkanal 

24 Bonddrahte 

25 Modulleiterplatte 

26 Kunststoffpressmasse des Bondkanal 

27 Durchkontakte des Isolationskorpers 

28 Ruckseite des Halbleiterchips 

29 Seitenwande des Halbleiterchips 

Patentanspriiche 

1. Elektronisches Bauteil mit aufeinander gestapelten 
elektronischen Bauelementen (2), welche jeweils einen 
Umverdrahtungskorper (3) mit darauf verteilten Au- 
Benkontakten (4) aufweisen, wobei die AuBenkontakte 
(4) des obersten Bauelements (5) mit Kontaktan- 
schlussflachen (6) einer auf einem Isolationskorper (7) 
angcordnctcn Leiterbahnschicht (8) vcrbundcn sind, 
die sich liber darunter liegende Seitenrander (9) des 
obersten Bauelements (5) oder eines darunter angeord- 
neten weiteren Bauelements (2) erstreckt und mit min- 
destens einer nachfolgenden Leiterbahnschicht (8) des 
Stapels auftrennbar verbunden ist, wobei die nachfol- 
gende Leiterbahnschicht (8) mit ihren Kontaktan- 
schlussflachen (6) mit mindestens einem weiteren elek- 
tronischen Bauelement (2) elektrisch iiber AuBenkon- 
takte (4) des weiteren elektronischen Bauelements (2) 
verbunden ist, wobei die Leiterbahnschicht (8) und der 
Isolationskorper (7) eine flexible Leiterplatte beim 
Umbiegen von Randbereichen (17) derselben bilden 
und zu einer stabilen Leiterplatte mit abgebogenen 
Randbereichen (17) thermisch aushartbar sind. 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Leiterbahnschicht (8) auf ei- 
nem flexiblen Kunststoft^trager (10) angeordnet ist. 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1 oder An- 
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Isolations- 
korper (7) eine selbsttragende flexible Isolationsfofie 
(14) ist. 

4. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiterbahnschicht (8) auf einer flexiblen Isolationsfolie 
(14) um die Seitenrander (9) eines darunter angeordne- 
ten Bauteils (2) herum gebogen ist. 

5. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Umverdrahtungkorper (3) eine Umverdrahtungschicht, 
eine Umverdrahtungsfolie oder eine Umverdrahtungs- 
platte ist. 

6. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
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henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass jede 
Leiterbahnschicht (8) in ihren Randbereichen (17) Au- 
13enkontaktflachen (18) aufweist, die mit Kontaktan- 
schlussflachen (6) einer weiteren Leiterbahnschicht (8) 
stapelweise verbindbar sind. 5 

7. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
AuBenkontaktflachen (18) auf den umgebogenen 
Randbereichen (17) der Leiterbahnschichten (8) ange- 
ordnet sind. 10 

8. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
die Leiterbahnschicht (8) tragende Isolationskorper (7) 
beidseitig angeordnete Leiterbahnschichten (8) auf- 
weist und beidseitig mit elektronischen Bauelementen 15 
(2) bestiickt ist und seine umgebogenen Randbereiche 
(17) AuBenkontaktflachen (19) aufweisen, die mit 
Kontaktanschlussflachen (6) eines darunter liegenden 
doppelseitig bestiickten Isolationskorpers (7) zu einem 
elektronischen Bauteil (1) mit gestapelten Bauelemen- 20 
ten (2) verbunden sind. 

9. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 

AuBenkontaktflachen (18) auf den umgebogenen 
Randbereichen (17) der Leiterbahnschichten (8) Kon- 25 
takthocker oder Lotballe (19) aufweisen. 

10. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
AuBenkontaktflachen (18) auf den umgebogenen 
Randbereichen (17) der Leiterbahnschichten (8) eine 30 
lotbare Beschichtung aufweisen. 

11. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
AuBenkontaktflachen auf den umgebogenen Randbe- 
reichen (17) der Leiterbahnschichten (8) eine Silberlot- 35 
beschichtung aufweisen. 

12. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Leiterbahnschicht (8) auf einer flexiblen Isolationsfolie 
(14) oder flexible Isolationsplatte angeordnet ist. 40 

13. Elektronisches Bauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Isolationskorper (7) eine Isolationsschicht ist. 

14. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, oder An- 
spruch 13 dadurch gekennzeichnet, dass die Leiter- 45 
bahnschicht (8) auf den isolierenden AuBenflachen (11) 
eines Gehauses eines elektronischen Bauelements (2) 
angeordnet ist. 

15. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Gehause (13) eine Kunst- 50 
stoffpressmasse (12) aufweist. 

16. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
1, 13, 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Isolationskorper (7) mit Leiterbahnschicht (8) auf der 
Gchauseriickscitc und auf den Seitenrandcm dcs Ge- 55 
hauses (13) eines elektronischen Bauelements (2) an- 
geordnet ist. 

17. Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 
1, 13, 14, 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Umverdrahtungskorper (3) Durchgangskontakte (15) 60 
in seinen Randbereichen (16) aufweist, die mit den Lei- 
terbahnen der Leiterbahnschicht (8) auf den Seitenran- 
dcm (9) des elektronischen Bauelements verbunden 
sind. 

18. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 65 
Bauteils (1) mit aufeinander gestapelten elektronischen 
Bauelementen (2), die jeweils einen Umverdrahtungs- 
korper (3) mit darauf verteilten AuBenkontakten (4) 



aufweisen, wobei das Verfahren folgende Verfahrens- 
schritte aufweist: 

- Herstellen eines flexiblen Isolationskorpers (7) 
mit einer Leiterbahnschicht (8), wobei die Leiter- 
bahnschicht (8) Kontaktanschlussflachen (6) auf- 
weist, deren Positionen mit den AuBenkontakten 
(4) korrespondieren, und wobei der Isolationskor- 
per (7) AuBenkontaktflachen (18) aufweist, die in 
den Randbereichen (17) des Isolationskorpers (7) 
angeordnet sind, 

- Abtrennen von aussenkontaktfreien Eck- und/ 
oder Randbereichen des Isolationskorpers (7), 

- Abbiegen der verbleibenden Randbereiche (17) 
des flexiblen Isolationskorpers (7), so dass die 
AuBenkontaktflachen (18) auf der Unterseite des 
abgebogenen flexiblen Isolationskorpers (7) ange- 
ordnet sind 

- Ausharten des Isolationskorpers (7), 

- Aufbringen eines elektronischen Bauelementes 
(2) mit seinen AuBenkontakten (4) auf die Kon- 
taktanschlussflachen (6) der Leiterbahnschicht 
(8), 

- Stapeln der Isolationskorper (7) mit elektroni- 
schen Bauelementen (2) und AuBenkontakten (4) 
auf einander zu einem elektronischen Bauteil (1) 
mit gestapelten Bauelementen (2). 

19. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils (1) mit aufeinander gestapelten elektronischen 
Bauelementen (2), die jeweils einen Umverdrahtungs- 
korper (3) mit darauf verteilten AuBenkontaktflachen 
aufweisen, wobei das Verfahren folgende Verfahren s- 
schritte aufweist: 

- Verpacken eines ersten zu stapelnden elektroni- 
schen Bauelementes (2) in einer Kunststoffpress- 
masse (12), 

- Aufbringen einer strukturicrtcn Leiterbahn- 
schicht (8) auf der Oberseite der Kunststoffpress- 
masse (12) und den Randseiten (9) der Kunststoff- 
pressmasse (12) sowie den Randseiten des Um- 
verdrahtungskorpers (3), wobei die Leiterbahn- 
schicht (8) auf der Oberseite der Kunststoflfpress- 
masse (12) Kontaktanschlussflachen (6) aufweist, 
und wobei die Leiterbahnen der Leiterbahnschicht 
(8) auf den Randseiten des Umverdrahtungskor- 
pers (3) mit den Umverdrahtungsleitungen auf der 
Umverdrahtungsebene des Umverdrahtungskor- 
pers (3) verbunden werden, 

- Aufbringen von AuBenkontakten (4) auf die 
AuBenkontaktflachen des Umverdrahtungskor- 

pers (3), 

- Aufbringen einer Lotstoppschicht auf die Ober- 
seite der Leiterbahnschicht (8) unter Freilassung 
der Kontaktanschlussflachen (6), 

- Stapeln von elektronischen Bauelementen (2) 
durch Aufbringen mindcstcns eines weiteren elek- 
tronischen Bauelementes (2) mit seinen AuBen- 
kontakten (4) auf die Kontaktanschlussflachen (6) 
der Leiterbahnschicht (8) auf der Oberseite der 
Kunststoffpressmassen (12) des ersten elektroni- 
schen Bauelementes (2) zu einem elektronischen 
Bauteil (1). 

20. Verfahren zur Herstellung eines elektronischen 
Bauteils (1) mit aufeinander gestapelten elektronischen 
Bauelementen (2), die jeweils einen Umverdrahtungs- 
korper (3) mit darauf verteilten AuBenkontaktflachen 
aufweisen, wobei das Verfahren folgende Verfahrens- 
schritte aufweist: 

- Einbringen von Durchkontakten (15) im Rand- 
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bereich (16) des Umverdrahtungskorpers (3), die 
mit Umverdrahtungsleitungen auf dem Umver- 
drahtungskorper (3) verbunden werden, 

- Verpacken eines ersten zu stapelnden elektroni- 
schen Bauelementes (2) in einer Kunststoffpress- 5 
masse (12) unter Freilassung der Durchkontakte 
(15) im Randbereich des Umverdrahtungskorpers 
(3) 

- Aufbringen einer strukturierten Leiterbahn- 
schicht (8) auf der Oberseite der Kunststoffpress- 10 
masse (12) und auf den Randseiten der Kunst- 
stoffpressmasse (12), wobei die Leiterbahnschicht 
(8) auf der Oberseite der Kunststoffpressmasse 
Kontaktanschlussflachen (6) aufweist, und wobei 
die Leiterbahnen der Leiterbahnschicht (8) auf 15 
den Randseiten der Kunststoffpressmasse (12) mit 
den Durchkontakten (15) im Randbereich des 
Umverdrahtungskorpers (3) verbunden werden, 

- Aufbringen von AuBenkontakten (4) auf die 
AuBenkontaktflachen des Umverdrahtungskor- 20 
pers (3), 

- Aufbringen einer Lotstoppschicht auf die Ober- 
seite der Leiterbahnschicht (8) unter Freilassung 

der Kontaktanschlussflachen (6), 

- Stapeln von elektronischen Bauelementen (2) 25 
durch Aufbringen mindestens eines weiteren elek- 
tronischen Bauelementes (2) mit seinen AuBen- 
kontakten (4) auf die Kontaktanschlussflachen (6) 
der Leiterbahnschicht (8) auf der Oberseite der 
Kunststoffpressmasse (12) des ersten elektroni- 30 
schen Bauelementes (2) zu einem elektronischen 
Bauteil (1). 

21. Verfahren nach einem der Ansprtiche 18 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zu stapelnden Bau- 
elemente (2) mittels Leitkleber auf den AuBenkontakt- 35 
flachen (18) ihrer Leiterbahnschichtcn (8) verbunden 
werden. 

22. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zu stapelnden Bau- 
elemente (2) mittels Lottechnik mit ihren AuBenkon- 40 
taktflachen (18) verbunden werden. 

23. Verfahren nach einem der Anspriiche 18 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, dass die zu stapelnden Bau- 
elemente (2) mittels Verloten von Lotballen (19) oder 
Kontakthockem auf Kontaktanschlussflachen (6) der 45 
Leiterbahnschicht (8) mindestens eines weiteren Bau- 
elementes (2) zu einem elektronischen Bauteil (1) ver- 
bunden werden. 
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